附件2:
第十届学生技能竞赛月
“集成电路开发及应用”赛项比赛通知
一、赛项名称
集成电路开发及应用
二、竞赛目的
集成电路开发及应用赛项以“立德树人”、“德技并修”为指导思想，以服务“新基建”，“互联网+”，“中国制造2025”为宗旨，以促进国家战略性新兴产业落地实施为导向，推动新一代信息技术与基础设施的融合，支撑打造符合产业的升级、融合、创新的新型基础设施体系。加快政产学研一体化进程，构建以“竞赛”为中心、多方联合参与的新形态教学体系，进一步深化产教融合、校企合作协同育人，为行业、企业培养思想政治觉悟高、综合素质强的高技能复合型集成电路技术紧缺人才。
本赛项紧跟集成电路技术领域的最新发展和集成电路设计及制造行业的人才需求，重点考核集成电路技术、电子信息工程技术等集成电路专业群学生在集成电路设计、集成电路制造工艺、集成电路测试、集成电路应用（包含电子电路设计、程序设计及电路装调等）等综合技能。
三、比赛时间及参赛方式
1.报名方式
填写提交在线报名表。
2. 竞赛时间
初赛：2024年11月19日
[bookmark: _GoBack]决赛：2024年11月28日
四、参赛对象及竞赛形式
1.参赛对象
集成电路学院全体学生
2. 竞赛形式
线下团体赛（团队成员不超过3人，限报 1名指导教师）。
3. 竞赛流程
预赛：考查学生集成电路开发及应用理论知识，通过笔试成绩筛选决赛选手。
决赛：采用实操形式考察学生的集成电路技术应用能力，完成集成电路工艺仿真、集成电路测试。
比赛采用上机操作方式，比赛地点5105，由选手进行集成电路仿真等实操内容。
五、竞赛内容
	模块
	主要内容
	比赛时长
	分值

	模块一
	通过集成电路虚拟工艺制造生产实训平台，考察硅晶圆制造、光刻刻蚀、掺杂、制膜、测试等集成电路制造典型工作任务，能够编制集成电路工艺仿真文件，并进行工艺参数调试。
	30分钟
	50

	模块二
	根据题目进行设计，在设计完成后对设计产品进行测试，完成测试程序编写、运行。重点考察成电路测试的原理、工艺流程，及测试文件编写、设备的操作。
	30分钟
	50


可续行
1. 模块一
集成电路工艺虚拟仿真
2. 模块二
集成电路测试
六、比赛环境
竞赛技术平台为：集成电路虚拟工艺制造生产实训平台、集成电路制造设备认识实训平台、集成电路虚拟测试实训平台。均已安装到比赛场地内提供的电脑上。
7、 成绩评定与奖项设置
比赛结束参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。
根据比赛成绩，由高到低排序，共设置一等奖1项，二等奖2项，三等奖3项。
